Artykut firmowy

Obrdbka

ptytek drukowanych
laserem UV

Coraz bardziej ztozone uktady elektroniczne i malejgca ilos¢ dostepnego w obu-
dowach miejsca to zjawiska w najwiekszym stopniu odpowiedzialne za nowe
rozwigzania technologiczne w zakresie produkcji obwodéw drukowanych. Coraz
wiecej urzagdzen opiera sie na ptytkach drukowanych, ktdre nie majg ksztattu
prostokatnego, sktadajg sie z laminatu sztywnego i elastycznego lub zawieraja
dodatkowe obszary, ktore moga byc¢ wykorzystane do dokonywania zmian pod-
czas produkciji, rozbudowy uktadu lub modernizacji konstrukcji. W takich przy-
padkach laserowe obrabiarki UV sg w stanie zapewni¢ wysokg wydajnosc¢ wyci-

nania ptytek dla takich operacji przy niskich kosztach.

la prostych ptytek drukowa-

nych o ksztalcie prostokat-

nym tradycyjne procesy ob-

robki i oddzielania pojedyn-

czych obwodéw z formatki produkcyj-

nej zapewniaja dobra wydajno$¢. Pily

sg w stanie szybko wykroi¢ prostokatne

ksztalty i problemem moga by¢ tylko ob-

cigzenia mechaniczne, jakim poddawana

jest plytka podczas cigcia, oraz powsta-

jacy pyt. Gdy produkcja dotyczy duzych

serii takich samych wyrobéw pite moz-

na zastgpic¢ dziurkarkg wyposazong w do-
brany do ksztattu ptytki stempel.

Alternatywa do tego jest frezowanie

konturu. Zwykle kontury sg frezowane

Rys. 1. Ciecie laserowe daje mozliwos¢
prowadzenia linii brzegowej bardzo blisko
elementow elektronicznych
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przed montazem z wyjatkiem waskich
paskow. Powstajace duze obcigzenia me-
chaniczne podczas frezowania zwlasz-
cza dla matych ptytek i cienkich lamina-
tow wykluczajg mozliwos¢ frezowania
w ogole. Na skutek wibracji cienkie plyt-
ki moga si¢ tamac¢, a samo ciecie lub fre-
zowanie moze by¢ nieprecyzyjne.

Laserowe systemy wycinania

Poniewaz plytki drukowane sa coraz
mniejsze i bardziej napakowane delikat-
nymi podzespolami, ich wrazliwo$¢ na
naprezenia mechaniczne, kurz powstaja-
cy podczas ciecia i niedoktadno$¢ obrébki
jest coraz wieksza. Systemy cigcia lasero-
wego w takich sytuacjach wydaja si¢ lep-
szg alternatywa. Nie majg wigkszosci wy-
mienionych wad charakterystycznych dla
systemow mechanicznych, nie majg zuzy-
wajacych si¢ narzedzi, sa bardziej precy-
zyjne i dziataja bez zadnych modyfikacji
na wigkszych powierzchniach.

Kolejnym wyzwaniem w produk-
cji elektroniki jest to, ze produkuje si¢
obecnie wiele czgsto zmieniajacych si¢
serii produktéw. Wiele drobnych zamo-
wien, czgste zmiany w mozaice potaczen
wymagajg elastycznych procesow pro-
dukcyjnych. Tutaj takze, systemy lasero-
we do cigcia wydajg si¢ byc¢ lepszg alter-
natywa od tradycyjnych rozwigzan me-
chanicznych.

Na delikatnych podlozach, przy niere-
gularnych ksztaltach, przy wymaganej
duzej precyzji laserowe systemy ciecia sa
w stanie zapewni¢ bardzo wysoka jakos¢.
Niemniej ciecie laserowe jest inne w po-
réwnaniu do mechanicznej pity diamen-
towej z uwagi na oddzialywanie $wia-
tla z materialem ptytki. Przyktadowy la-
ser CO, uzywany w obrabiarce charak-
teryzuje si¢ dtugoscig fali 10,6 um (da-
leka poczerwien) i mocg do kilku kilo-
watow. Takie Zrodta sg stosunkowo ta-
nie w produkcji, ale wydzielajace si¢ cie-
pto na krawedzi cigcia moze spowodo-
waé zauwazalne zweglanie si¢ sktadni-
kow organicznych w ptytce drukowa-
nej. Dodatkowo promieniowane z lase-
réow CO, nie moze by¢ tatwo transmi-
towane za pomocg widkien §wiattowo-
dowych, lecz muszg by¢ doprowadzone
do miejsca przeznaczenia za po$rednic-
twem otwartych systemow lustrzanych.
Stad takie lasery sa stosowane glownie
w przypadku grubszych ptytek.

Gdy podloza sg ciensze, lepiej spraw-
dzaja si¢ neodymowo-YAG-owe lasery
UV o dltugosci fali 355 nm. Z racji trzy-
krotnie krotszej dtugosci fali promie-
niowane jest znacznie lepiej skupione
i moze by¢ wykorzystane do cigcia i zna-
kowania cienkich, sztywnych, potsztyw-
nych i elastycznych laminatéw PCB i fo-
lii. Przy mocy wyjsciowej CW rzedu 10



watow 1 plamki o $rednicy 20 um zapew-
niona jest zarowno doktadno$¢ obrobki
i szybko$¢. Promieniowane oddziatuje
na laminat przez bardzo krotki moment,
a powstajgce przy tym gazy sg odsysa-
ne i filtrowane. Wysoka precyzja urzadze-
nia pozwala na cigcie bardzo blisko $cie-
zek i punktow lutowniczych bez obawy
o jako$¢ polaczen. Nie ma takze mozli-
wosci powstawania zadzioréw na krawe-
dzi plytki. System laserowy nie wymaga
ponadto narzegdzi produkcyjnych do cie-
cia i mocowania plytek — sa one przytrzy-
mywane za pomocg podci$nienia na sto-
le prézniowym.

Przy cieciu laserowym zmiana kontu-
ru ciecia realizowana jest przez zmiang
W oprogramowaniu. Zawiera one zestaw
predefiniowanych parametréw dla réz-
nych typoéw materialéw, grubosci i warun-
kéw pracy, przez co ustawienie urzadzenia
wymaga jedynie wybrania pozycji z listy.
Ciecie laserowe nie tworzy ostrych krawe-
dzi i moze by¢ prowadzone bardzo blisko
podzespotéw. Nie ma koniecznosci odsu-
wania ich od linii ciecia, co powoduje, ze
w efekcie na plytce daje sie umiesci¢ wie-
cej elementdw, a na formatce produkcyjnej
wiecej plytek, zwlaszcza tych mniejszych.

Cigcie laserem UV nadaje si¢ takze do
cienkich laminatéw elastycznych, w ktd-
rych czesto pojawiaja sie problemy z od-
ksztalcaniem podczas lutowania rozpty-
wowego. W tym przypadku system lase-
rowy moze dokonywa¢ dynamicznej ko-
rekeji toru cigcia analizujgc dane na te-
mat odksztalcen laminatu z zintegrowa-
nego toru wizyjnego. W efekcie tolerancje
i wymiary sg zachowane nawet, gdy lami-
nat sie odksztalci.

Zakres aplikacyjny
systemoéw UV

Systemy cigcia laserem UV sa najbar-
dziej efektywne przy obrdébce detali cien-
kich, matych i elastycznych. W zalezno-

Rys. 2. Obrobka laminatéw elastycznych moze byé

dokonywana z wysoka doktadnoscig

MicroLine 1000 g»

Rys. 3. Urzadzenia MicroLine 1000 P i 1000
S sg dobrg propozycjg do rozpoczecia pra-
cy z cigciem laserowym i obrébkg laminatu

$ci od grubosci przeciecie wymaga jed-
nego lub kilku nacigé¢, dlatego im cien-
szy material tym szybciej zachodzi ob-
rébka. W ten sposob poprzez zmniejsze-
nie mocy lasera i ograniczenie glebokosci
penetracji mozliwe jest znakowanie i gra-
werowanie, co jest uzyteczne dla zapew-
nienia pewnosci oryginalnosci czesci za-
miennych i samego produktu oraz nada-
wania numeréw i oznaczen seryjnych.
W laminatach elastycznych, ktére sg kle-
jone z kilku warstw tworzywa i zawieraja
wewnatrz $ciezki przewodzace, mozliwe
jest selektywne usuwanie materiatu z po-
szczegdlnych warstw i np. odstanianie pa-
dow kontrolnych. Maszyna dzieki wbudo-
wanemu systemowi wizyjnemu jest w sta-
nie skorygowa¢ odksztalcenia i nieregu-
larnosci takiego materiatu i wykona¢ cig-
cie precyzyjnie.

Ptaskie detale s3 przytrzymywane
przez urzadzenie za pomocg stolu préz-
niowego, przez co nie ma dodat-
kowych naprezen mechanicznych
dodawanych do detalu ze strony
mocowania.

Grubos$¢ materialu mozliwa
do przeciecia przy pojedynczym
przebiegu wynosi okoto 0,8 mm
w przypadku wycinania kontu-
row i 1 mm dla paskéw. Grubsze
materialy obrabiane sa3 w dwéch
przebiegach. Pozwala to rowniez
selektywnie wycina¢ poszczegol-
ne warstwy z materiatu, gdyz moc
lasera mozna kontrolowac i mo-
dulowa¢ na biezgco. W ten spo-

sob mozna tworzy¢ gniazda na podze-
spoly zagrzebane w laminatach wielo-
warstwowych.

Systemy cigcia laserowego
UV od LPKF

Do rozcinania ptytek z formatek pro-
dukcyjnych oraz rozdzielania zmontowa-
nych moduléw na pojedyncze czg¢éci moz-
na wykorzysta¢ maszyny MicroLine 6000
Slub P firmy LPKF. Ich obszar roboczy to
610 x 457 mm dla wersji S i 610 x 533 dla
P. Oba urzadzenia wyposazono w system
wizyjny zapewniajacy kompensacje tole-
rancji wymiarowych materialu po to, aby
zapewni¢ wysoka precyzje dziatania.

Inna rodzina urzadzen MicroLine
1000 to kompaktowe maszyny o mniej-
szej mocy lasera kierowane do zastoso-
wan, gdzie nie jest konieczna duza wydaj-
nos¢, a za to wytwarzane sg krotkie i cze-
sto zmieniajace si¢ serie wyrobow.

Warto zauwazy¢, ze maszyny do ciecia
laserem UV maja wiele wigcej mozliwo-
$ci. Pozwalaja na tworzenie mikroprzelo-
tek w laminatach HDI, usuwania warstw
z materialéw przezroczystych, wiercenia
w materiatach elastycznych, usuwania se-
lektywnego soldermaski, ciecia materia-
téw ceramicznych, trymowania $ciezek
i warstw rezystywnych i wiele innych po-
dobnych mozliwosci.
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